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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(S) Chipkarte 

(57) Beschrieben ist eine Chipkarte mit einem Chipkarten- 
korper, mindestens einer Vorrichtung zur kontaktbehafte- 
ten Oder kontaktlosen Datenubertragung, einer Energie- 
versorgungsquelle, einem integrierten Halbleiterbaustein 
und mindestens einem Schalteiement, wobei das Schalt- 
element ein kapazitiver Sensorschalter mit einer ersten 
innerhalb des Chipkartenkorpers (2) liegenden Metall- 
schichtflache (6), einer zweiten an der auBeren Oberfla- 
che des Chipkartenkorpers uber der ersten innenliegen- 
den Metallschichtflache (6) angeordneten Metallschicht- 
flache (7) und mindestens einer weiteren an der aufceren 
Oberflache des Chipkartenkorpers (2) liegenden metalli- 
schen Referenzkontaktflache (8) ist. Dabei sind die Refe- 
renzkontaktflache (8) und die erste Metallschichtflache (6) 
uber eine Auswerteschaltung mit jeweils einem Pol der 
_ Energieversorgungsquelle (5) verbunden. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine Chipkarte mil einem Chipkar- 
tenkorper. mindestens einer Vorrichtung zur kontakrhcnafte- 
ten oder koniakllosen Datenubertragung, einer Energiever- 
sorgungsquelle. einem integrienen Halbleiterbau stein und 
mindestens einem Schaltelement. 

Chipkarten werden in zunehmenden MaBe in alien Berei- 
chen des taglichen Lebens, beispielsweise in Fonn von Te- 
lefonkartcn, Zugangsberechtigungskarten, fur Mobilfunktc- 
lefone, Bankkarten usw. eingesetzt. Bei diesen Kanen er- 
folgt der Datenaustausch der Chipkarte mit extemen Gera- 
ten mit Hilfe einer Datenubertragungsvorrichtung, die kon- 
taktbehaftet uber einen Beriihrungskontakl zwischen auf der 
Karte angeordneten, metallischen Kontaktflachen und kor- 
respondierenden Kontaktflachen in den entsprechenden Ge- 
raten oder kontakilos durch eine induktive Ubertragung mit 
Hilfe von inncrhalb der Chipkarten angeordneten Spulcn 
durchgefuhrt wird. Unter der vielfaltigen Zahl unterschiedli- 
cher Chipkarten sind auch solche bekannt, die entsprechend 
dem GattungsbegrifT neben der Datenubertragungsvorrich- 
tung eine Energieversorgungsquelie und mindestens ein 
Schaltelement aufweisen, mit deren Hilfe die Chipkarte in- 
teraktiv genutzt werden kann. Bei diesen Schaltelementen 
handelt es sieh uui spezielle Konslruklionen, die aufgrund 
der genormten geringen Dicke iiblicher Chipkarten einen 
uberaus kompiizierten, herstellungstechnisch aufwendigen 
und in ihrer Funktionszuverlassigkeit wenig zufriedenstel- 
lenden Aufbau aufweisen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Chip- 
karte der gattungsbildenden Art zu schaffen, die eine inter- 
aktive Benutzung erlaubt und Schaltelemente aufweisu die 
nicht die oben beschriebenen Nachteile aufweisen, sondern 
sich einfach und kostengunstig herstellen lassen und unter 
alien betrieblichen Rahmenbedingungen bei hoher Lebens- 
dauer zuverlassig funktionieren. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafi dadurch gelds t, 
daB das Schaltelement der Chipkarte ein kapazitiver Sensor- 
schalter nut einer ersten innerhalb des Chipkartenkorpers 
liegenden Metallschichtflache, einer zweiten an der auBeren 
Oberflache des Chipkartenkorpers uber der ersten innenlie- 
genden MetaUschichtflache angeordneten Metallschichtfla- 
che und mindestens einer weiteren an der auBeren Oberfla- 
che des Chipkartenkorpers liegenden metallischen Refe- 
renzkontaktflache ist, wobei die Referenzkontaktflache und 
die erste Metallschichtflache uber eine Auswerteschaltung 
mit jeweils einem Pol der Energieversorgungsquelie ver- 
bunden sind. 

Durch diese spezielle erfindungsgemaBe Gestaltung er- 
gibt sich die Moglichkeit, uber die Chipkarte benutzerdefi- 
nierte Informalionen beispielsweise mit Hilfe einer Tastatur 
ohne Bewegung mechanischer Elemente verschleiBfrei an 
ein Empfangsgerat weiterzugeben. Die fur den kapazitiven 
Sensorschalter notwendigen Metallschichtflachen lassen 
sich auf einfachste Weise mit Hilfe bekannter Technologien 
innerhalb des Chipkartenkorpers und an dessen Oberflache 
anbringen, so daB gegenuber den aus dem Stand der Technik 
bekannten Chipkarten wesendiche Preisvorteile entstehen. 
Dies ergibt sich schon aus der Tatsache, daB keine Montage 
einzelner beweglicher Teile herkommlicher Schaltelemente 
wie Fedem. Kontaktflachen und dergleichen notwendig ist. 
Dariiber hinaus besitzt die erfindungsgemaBe Chipkarte den 
VorteiL daB die neuartigen Schaltelemente keinerlei Quer- 
schnittschwachung durch Einschnitie oder Ausfrasungen 
benbtigen, die ansonstcn aufgrund der geringen Dickc der 
Chipkarten u. U. die Robustheit der Chipkarten stark beein- 
trachtigen. 

Durch die erfindungsgemaBe Gestaltung wird durch die 



beiden sich gegenUberliegenden Metallschichtflachen inner- 
halb des Kartenkorpers und an seiner Oberflache ein Kon- 
densator aufgebaut. Eine Veranderung derLadung des Kon- 
densators kann iiberdie Auswerteschaltung errnitreli und als 

5 Tasiendruck ausgewertet und verarbeitet werden. Die Ver- 
anderung derLadung des Kondensators erfolgt dadurch, daB 
durch den Benutzer eine \ferbindung zwischen der ebenfalls 
an der AuBenseite liegenden Referenzkontaktflache und der 
auBeren Metallschichtflache hergestellt wird. Durch die Be- 

10 riihrung der auBeren Metallschichtflache, beispielsweise mit 
Hilfe eines Fingers wird die Ladung des Kondensators ver- 
andert und so durch die Auswerteschaltung ein Tastendruck 
des Benutzers erkannt. Da eine Ladungs veranderung des 
Kondensators nur durch die elektrische Verbindung zwi- 

15 schen Referenzkontaktflache und auBerer Metallschichtfla- 
che mil Hilfe des Benutzers vorgenonimen werden kann, 
sind irrtumliche Tastendrucke durch BerUhrungen der auBe- 
ren Metallschichtflache ausgcschlosscn. 

Spezielle Ausgestaltungen des Gegenstandes der Erfin- 

20 dung ergeben sich zusammen mit der erfindungsgemaBen 
Lehre des Anspruches 1 aus den Merkmalen der abhangigen 
Unteranspruche 1 bis 10. 

ZweckmaBig ist vor allem, die Auswerteschaltung in den 
bereits vorhandenen integrierten Halbleiterbau stein zu inte- 

25 grieren, da dies eine besonders kostengunslige Funklionsin- 
tegralion darstellt. 

Es hat sich daruberhinaus insbesondere als vorteilhafl er- 
wiesen. die Referenzkontaktflache an mindestens einer der 
Kantenflachen des Chipkartenkorpers anzuordnen. Durch 

30 diese Anordnung wird gewahrleistet, daB aufgrund der 
Handhabung beim Halten und Betatigen der erfindungsge- 
maBen Chipkarte eine automatische Beriihrung der Refe- 
renzkontaktflache herbeigefuhrt wird. Zusatzlich kann es 
vorteiihaft sein, die Referenzkontaktflache an zwei oder drei 

35 Kantenflachen der Chipkarte anzuordnen. 

Versiehl man entsprechend einer weiteren zweckmaBigen 
Ausgestaltung des Gegenstandes der Erfindung den inte- 
grierten Halbleiterbaustein mit einer lernfahigkeitslogik, so 
kann die Chipkarte in ihrer Funktion individuell an den je- 

40 weiligen Chipkartenbenutzer angepaBt werden. Beispiels- 
weise laBt sich nut Hilfe der Lernfahigkeitslogik bei einer 
allerersten Benutzung der Chipkarte bzw. des kapazitiven 
Sensorschalters ein Sensorwert fur die Betatigung des 
Schaltelementes fesdegen, der nachfolgend eine zuverlas- 

45 sige Benutzung des Sensorschalters sicherstellt. 

Desweiteren kann entsprechend einer vorteilhaften Aus- 
gestaltung die zweite an der auBeren Oberflache des Chip- 
kartenkorpers uber der ersten innenltegenden Metallschicht- 
flache angeordnete Metallschichtflache eine Teilflache der 

50 Vorrichtung zur kontaktbehafteten Datenubertragung sein. 
Die Vorrichtung zur kontaktbehafteten Datenubertragung 
besteht ublicherweise aus mehreren einzelnen Kontaktfla- 
chen an der AuBenseite des Chipkartenkorpers. Da unter be- 
stimmten Randbedingungen eine oder mehrere dieser ein- 

55 zelnen Kontaktflachen fur die Datenubertragung nicht ge- 
nutzt werden, bietet die Verwendung einer derartigen Kon- 
taktflache der Datenubertragungsvorrichtung als auBere Me- 
tallschichtflache des kapazitiven Sensorschalters den Vor- 
teiL daB keine gesonderte Kontaktflache an der AuBenseite 

60 des Chipkartenkorpers bereitgestellt werden muB, was eine 
Einsparung von Produktionskosten bewirkt. Gleiches gilt 
fur die besondere Ausgestaltung, bei der die weitere an der 
auBeren Oberflache des Chipkartenkorpers liegende metalli- 
sche Referenzkontaktflache ebenfalls eine Teilflache der 

65 Vorrichtung zur kontaktbehafteten Datenubertragung ist. 
Die Herstellung der auBeren Metallschichtflache aus Pal- 
ladium mit einer Schichtdicke von 2-4 um gewahrleistet 
zum einen eine lange Lebensdauer der Metallschichtflache 
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ohnc Abnutzung und Oxidation, dariiber hinaus ergibt die o. 
a, geringc Schichtdicke cine auBerst ebene AuBenoberflache 
der Chipkarte. 

Tsi die innerhalb des Chipkorpers iiegende Metallschicht- 
flache aus Kupfer hergestelll, ernibglicht dies niedrige Pro 5 
duktionskosten, wobei sich fiir die innenliegende Metall- 
schichtflache eine Schichtdicke von 30-40 urn und vorzugs- 
weise 35 urn als besonders vorteilhaft fur Hersteliung und 
Funktion herausgestellt hai. 

Die erfindungsgemaBe Aufgabe kann dariiber hinaus 10 
durch die Merkmale des Anspruches 8 gelost werden. Ent- 
sprechend der erfindungsgemaBen Lehre dieses Anspruches 
isl das Schaltelement ein induktiver Sensorsc halter mil einer 
innerhalb des Chipkartenkorpers liegenden Spule, die mit 
einer Auswerteschaltung verbunden ist. 

Bei dieser erfindungsgemaBen Losung wird durch eine 
Beriihrung eines gekennzeichneten Feldes an der AuBen- 
scitc der Chipkarte iiber der inncnlicgcndcn Spule cine Vcr- 
anderung der Indukiiviiat dieser Spule herbeigefuhrt, die 
mit Hilfe der Auswerteschaltung als Tastendruck erkannt 20 
und verarbeitet werden kann. 

Im folgenden werden die erfindungsgemaBen Losungen 
anhand von zwei Ausgestaliungen des Gegenstandes derEr- 
findung naher erlauterl. Es zeigt: 

Fig. 1 eine schematische Darslellung der erfindungsge- 25 
maBen Chipkarte gemaB Anspruch 1, 

Fig. 2 eine Schaltbilddarstellung der Bauteile der erfin- 
dungsgemaBen Chipkarte aus Fig. 1, 

Fig. 3 einen Teilquerschnitt der erfindungsgemaBen Chip- 
karte nach Anspruch 1 entsprechend der Linie B-B aus Fig. 30 
1, 

Fig. 4 eine Draufsicht auf ein Ausfuhrungsbeispiel der 
Chipkarte gemaB Anspruch 1, 

Fig. 5 eine Schnittdarstellung durch eine weitere Ausfiih- 
rungsfomi der erfindungsgemaBen Chipkarte im Bereich der 35 
Datenutertragungs vorrichtung und 

Fig. 6 eine schematische Darstellung einer Chipkarte ge- 
maB Anspruch 1 1 . 

Die in Ihrer Gesamtheit mil 1 bezeichnele Chipkarte in 
Fig. 1 weist im wesentlichen einen rechteckigen Chipkar- 40 
tenkorper 2. eine Datenubertragungsvorrichtung 3, einen in- 
tegrierten Halbleiterbausteines 4 und eine Energiequelle 5 in 
Form einer Batterie auf. Erfindungswesentlich sind eine er- 
sle innerhalb des Chipkartenkorpers 1 iiegende Metall- 
schichtflache 6, eine auBen auf der Oberflache der Chipkarte 45 
1 angeordnete Metallschichtflache 7, die in diesem Ausfuh- 
rungsbeispiel im Gegensatz zur Metallschichtflache 6 qua- 
dratisch geschaltet ist und strichpunktiert dargestellt ist so 
wie die an einer Kante des Chipkartenkorpers 2 angeordnete 
Reterenzkontaktflache 8. Die Metallschichtflache 6 ist mil 50 
einem Pol der Energiequelle 5 verbunden. Der andere Pol 
der Energiequelle 5 ist an eine Auswerteschaltung ange- 
schlossen, die wiederum iiber eine Verbindung sowohl zur 
Datenubertragungsvorrichtung 3 als auch zur Referenzkon- 
taktflache 8 verfugt. Die Auswerteschaltung ist in diesem 55 
Ausfuhrungsbeispiel in den integrierter Halbleiterbaustein 4 
aufgenommen. 

Aus der Fig. 2 wird die Zusammenschaltung der verschie- 
denen Bauelemente der Chipkarte noch einmal deutlich. Die 
Bezifferung der Bauteile enlspricht derjenigen der Fig. 1. 60 
Die beiden auf der Chipkarte 1 ubereinander angeordneten 
Metallschichtflachen 6 und 7 bilden einen durch die Ener- 
giequelle 5 gespeisten Kondensator. Wird durch den Benut- 
zer der Chipkarte eine Verbindung der Referenzkontakifla- 
chc 8 mit der auBcrcn Metallschichtflache 7 bcispiclswcisc 65 
durch Fingerberuhrung (durch die schraffierte Flache sche- 
matisch angedeutet) hergestellt. so verandert sich die La- 
dung des durch die Metallschichtflachen 6 und 7 gebildeten 
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Kondensators. Die Ladungsanderung wird vont imegrienen 
Halbleiterbaustein 4 registriert und als Tastendruck verar- 
beitet. Die vom Benutzer mil detn Tastendruck ausgelosle 
Information wird dann durch die Vjswerteschaltung in deni 
integrierten Halbleiterbaustein - die Datenubertragungs- 
vorrichtung 3 weitergeleitet und ggf. an ein externes Termi- 
nal ubermittelt. 

Aus der Fig. 3 wird der Querschnitisaufbau mit der An- 
ordnung der beiden Metallschichtflachen 6 und 7 verdeut- 
licht. Die Chipkarte 1 ist in diesem Ausfuhrungsbeispiel aus 
funf einzelnen Schichten aufgebaut. Im einzelnen sind dies 
die zentrale Mittelschicht 10 mit einer Dicke von 300 pm. 
auf der Ober- und Unterseite der Mittelschicht 10 aufge- 
brachte Druckbogen 11 in einer Dicke von 200 urn, sowie 
als Abdeckung fur die Ober- und Unterseite der Chipkarte, 
die Overlayschichten 12. Aus der Fig. 3 wird deutlich, daB 
auf der zentralen Mittelschicht 10 die ca. 35 uni dicke Me- 
tallschichtflache 6 angcordnct ist. In der gleichen Ebcnc wic 
die Metallschichtflache 6 befinden sich auch die verbinden- 
den Leiterbahnen zu den ubrigen Bauelementen der Chip- 
karte 1. Die Leiterbahnen sowie die Metallschichtflache 6 
werden durch den Druckbogen 11 abgedeckt. Das Material 
der Druckbogen 11 ist so bemessen, daB im Rahmen des 
Herstellungsprozesses das Material des Druckbogens 11 die 
Metallschichtflache 6 uberdeckt, ohne daB an der AuBen- 
seite der Druckbogenschicht 11 nach Beendigung des 
Druckvorganges eine Unebenheit vorhanden isl. An der Au- 
Benseite der Overlayschicht 12 befindet sich die ca. 2-4 urn 
dicke, aus Palladium hergestellte Metallschichtflache 7. 
Diese Flache ist so dunn ausgefuhrU daB eine nachteilige Er- 
hebung der Metallschichtflache 7 iiber das MaB der AuBen- 
flache der Overlayschicht 12 faktisch nicht gegeben. 

In Fig. 4 ist eine Ansicht eines AusfUhruugsbeispieles 
dargestellL, in der die bislang beschriebenen erfindungsge- 
maBen Schaltelemente in Form einer Tastatur mil einzelnen 
Tastenfeldern 13 angeordnet sind. Mit Hilfe der einzelnen 
Tastenfelder 13 kann der Benutzer der Chipkarte dem inte- 
grierten Halbleiterbaustein Informationen zukommen las- 
sen, die dieser dann verarbeitet und ggf. iiber die Datenuber- 
tragungsvorrichtung 3 anderen erganzenden Einrichtungen 
zuleitet. Im ubrigen ist aus Fig. 4 deutlich zu erkennen, daB 
auf der einen Schmalseite der Chipkarte die Referenzkon- 
taktflache 8 angeordnet ist. \ 
In Fig. 5 ist in einer Schnittdarstellung im Bereich der Da- ;<j 
teniibertragungsvorrichtung eine weitere Ausfuhrungsform 
der erfindungsgemaBen Chipkarte dargestellt. Der Figur ist 
zu entnehmem daB die Vorrichtung zur Datenubertragung 3 
an der AuBenflache des Chipkartenkorpers 2 aus mehreren 
einzelnen Teilflachen 14. 15 und 16 besteht. die Bestandteil 
eines sogenannten Chipmoduls 17 sind. Das Chipmodul 
selbst weist dariiberhinaus eine Tragerfolie 18 auf, an deren 
unterer. dem Chipkarteninneren zugewandten Seite der inte- 
grierte Halbleiterbaustein 4 in Form eines Chips angeordnet 
ist. Das gesamte Chipmodul 17 bildet ein seperates Zwi- 
schenerzeugnis der Chipkarte nproduktion und wird in eine 
sacklochartige Aussparung 19 des Chipkartenkorpers 2 ein- 
gesetzt. Die Teilflachen 14 bis 16 der Datenubertragungs^J* 
vorrichtung 3 sind mit dem integrierten Halbleiterbaustein 
durch einzelne Verbindungsdrahte 23 verbunden. die durch 
Aussparungen 24 in der Tragerfolie 18 hindurchgefuhrt 
sind. Die Fig. 5 zeigt auBerdem, daB zwischen Tragerfolie 
18 und dem Halbleiterbaustein 4 in dem dargestellten Aus- 
fuhrungsbeispiel die innenliegende Metallschichtflache 6 
angeordnet ist. Wenn die zweite an der auBeren Oberflache^ 
des Chipkartenkorpers 2 iiber der crstcn inncnlicgcndcn Mc- * 
tallschichtflache 6 angeordnete Metallschichtflache 7 die 
Teilflache 15 der Vorrichtung zur kontaktbehafteten Daten- 
ubertragung 3 ist kann auf diese Weise eben falls ein kapazi- 
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liver Sensorschalter aufgebaul werden. Da unter bestimniten 
Randbedingungen eine oder mehrereder einzelnen Kontakt- 
flachen 14, 15 oder 16 fur die Datenubertragung nichl ge- 
nutzt werden, hietet die Verwendung einer dieser Koniakt- 
flachen der Dateniibertragungsvorrichtung 3 als auBere Me* 5 
tallschichtflache 7 des kapaziliven Sensorschalters den Vor- 
teil, daB keine gesonderte Kontaktflache an der AuBenseite 
des Chipkartenkorpers bereitgestellt werden muB, was eine 
Einsparung von Produktionskosten bewirkt. Gleiches gilt 
fur die besondere Ausgestaltung, bei der zusatzlich die wei- to 
tere an der auBeren Oberflache des Chipkartenkorpers 2 lie- 
gende metallische Referenzkontaktflache 8 ebenfalls die 

S Teilflache 16 der Vorrichtung zur kontaktbehafteten Daten- 

ubertragung 3 ist. 

Die Fig. 6 zeigt in schematischer Darstellung ein Ausfuh- 15 
rungsbeispiel einer erfindungsgemaBen Chipkarte 20 mil 
den Merkmalen des Anspruches 11. Auch diese Chipkarte 
20 wcist cine Datcnubcrtragungsvorrichtung 3 und Auswcr- 
teschaltung in Form eines integrierten Halbleiterbausieines 
4 entsprechend der Chipkarte 1 aus Fig. 1 auf. An den inte- 20 
grierten Halbleiterbaustein 4 ist in diesem Ausfiihrungsbei- 
spiel eine Spule 21 angeschlossen. Diese Spule befindei sich 
in Analogie zum Ausfiihrungsbeispiel der Fig. 1 zwischen 
der Mittelschicht 10 und der Druckbogenschicht 11. In der 
Fig. 5 ist gesLrichell eine Flaehe angedeulet, die zur Infor- 25 
mationseingabe an die Chipkarte 20 dient. Beruhrt der Be- 
nutzer die Chipkarte an dieser Stelle, so wird eine Verande- 
rung der Induktivitat der Spule 21 herbeigefuhrt, die durch 
die Auswerteschaltung im integrierten Halbleiterbaustein 4 
als Tastendruck erkannt und ausgewertet werden kann. 30 
Selbstverstandlich lassen sich mil der Ausfuhrungsvariante 
der Fig. 6 ebenso Chipkarten entsprechend der Ansicht der 
Fig. 4 mit zahlreichen Tastenfeldern 13 herstellen. 

Bezugszeichenliste .15 

1 Chipkarte 

2 Chipkartenkorper 

3 Datenubertragungs vorrichtung 

4 Integrierter Halbleiterbaustein 40 

5 Energiequelle (Batterie) 

6 Metallschichtflache (innen) 

7 Metallschichtflache (auBen) 

8 Referenzkontaktflache 

9 Finger 45 

10 Mittelschicht 

11 Druckbogen 

12 Overlay 

13 Tastenfeld 

14 Teilflache 50 

15 Teilflache 

16 Teilflache 

17 Chipmodul 

18 Tragerfolie 

19 Aussparung 55 

20 Chipkane 

21 Spule 

23 Verbindungsdraht 

24 Aussparung 

60 

Paten lanspruche 

1. Chipkarte mit einem Chipkartenkorper, mindestens 
einer Vorrichtung zur kontaktbehafteten oder koniakt- 
loscn Datenubertragung, cincr Encrgicvcrsorgungs- 65 
quelle, einem integrierten Halbleiterbaustein und min- 
destens einem Schaltelement, da durch gekennzeich- 
net, daB das Schaltelement ein kapazitiver Sensor- 



schalter mil einer ersten innerhalb des Chipkartenkor- 
pers (2) liegenden Metallschichtflache (6). einer zwei- 
ten an der auBeren Oberflache des Chipkartenkorpers 
uber der ersten innenliegenden Metallschichtflache (6) 
angeordneten Metallschichtflache (7) und mindestens 
einer weiteren an der auBeren Oberflache des Chipkar- 
tenkorpers (2) liegenden metallischen Referenzkon- 
taktflache (8) ist, wobei die Referenzkontaktflache (8) 
und die ersie Metallschichtflache (6) Uber eine Auswer- 
teschaltung mit jeweils einem Pol der Energieversor- 
gungsquelle (5) verbunden sind. 

2. Chipkarte nach Anspruch 1. dadurch gekennzeich- 
net, daB die Auswerteschaltung innerhalb des integrier- 
ten Halbleiterbausteins (4) angeordnet ist. 

3. Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Referenzkontaktflache (8) an mindestens 
einer der Kantenflachen des Chipkartenkorpers (2) an- 
geordnet ist. 

4. Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net. daB die Referenzkontaktflache (8) an der Vorder- 
seite des Chipkartenkorpers (2), angeordnet ist. 

5. Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Referenzkontaktflache (8) an der Ruckseite 
des Chipkartenkorpers (2) angeordnet ist. 

6. Chipkarte nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die zweite an der auBeren Oberflache des 
Chipkartenkorpers iiber der ersten innenliegenden Me- 
tallschichtflache (6) angeordnete Metallschichtflache 
(7) eine Teilflache (15) der Vorrichtung zur kontaktbe- 
hafteten Datenubertragung (3) ist. 

7. Chipkarte nach Anspruch 1, 2 oder 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die weitere an der auBeren Oberfla- 
che des Chipkartenkorpers (2) liegende metallische Re- 
ferenzkontaktflache (8) eine Teilflache (16) der Vor- 
richtung zur kontaktbehafteten Datenubertragung (3) 
ist. 

8. Chipkarte nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Prozessorbaustein (4) 
eine LemfahigkeUslogik aufweist. 

9. Chipkarte nach einem der Anspriiche 1 bis 8. da- 
durch gekennzeichneu daB die auBere Metallschichtfla- 
che (7) aus Palladium besteht und eine Schichtdicke 
von 2-4 um aufweist. 

10. Chipkarte nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB die innenliegende Metall- 
schichtflache (6) aus Kupfer besteht und eine Schicht- 
dicke von 30-50 um, vorzugsweise 35 um, aufweist. 

11. Chipkane mit einem Chipkanenkorper, minde- 
stens einer Vorrichtung zur kontaktbehafteten oder 
kontaktlosen Datenubertragung, einer Energieversor- 
gungsquelle, einem integrierten Halbleiterbaustein und 
mindestens einem Schaltelement, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Schaltelement ein induktiver Sensor- 
schalter mit einer innerhalb des Chipkartenkorpers lie- 
genden Spule (21) ist, die mit einer Auswerteschaltung 
verbunden ist. 

12. Chipkarte nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Auswerteschaltung innerhalb des in- 
tegrierten Halbleiterbausteins (4) angeordnet ist. 
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Abstract 



The invention relates to a chip card with a chip card body, at least one device for conventional or contactiess data transmission, an 
energy supply source, an integrated semiconductor component and at least one circuit element Said circuit element is a capacitive 
sensor switch with one first metal layer surface (6) that is located within the chip card body (2) and a second metal layer surface 
(7) that is located on the outer surface of the chip card body above the first inner metal layer surface (6). Said capacitive sensor 
further comprises at least one further metallic reference contact surface (8) that is located on the outer surface of the chip card 
body (2). Said reference contact surface (8) and said first metal layer surface (6) are connected to respective poles of the energy 
supply source (5) via an evaluation circuit. 
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